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Zusammenfassung der Einflussparameter auf die
Entstehung von Elektromigration.

19.05.2010

Materialien/Bauelemente Einsatzbedingungen

Schaltplan/LayoutProzesse
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Ermittlung relevanter
Einflussfaktoren.

Konzeption der Testplatine 

 Kammstrukturen (Abstände 
0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm)

 Onlineerfassung des Stroms 
(Kammstrukturen)

 Kondensatoren zur optischen 
Auswertung

 Anpassung thermischer 
Trägheit mit Metallplatten

Festlegung des Kammerprofils 

 Kammerparameter: Temperatur
und relative Feuchte

 Auftreten von Betauung
abhängig von Baugruppen- und 
Taupunkttemperatur (TBG < Ttau)

 Nachbildung von Betauungs-
profilen anhand der Fahrzeug-
messungen
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Einflussfaktoren 

 Reinigung der Platinen 
(gemäß IPC TM-650 2.6.3.3)

 Metallisierungen: Kupfer 
verzinnt und Reinkupfer

 Angelegte Spannung: 7 V und 
10 V

 Vollfaktorieller Versuchsplan:
2³ = 8 Varianten (3 Abstände)
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Ermittlung relevanter
Einflussgrößen durch Onlinemessung.
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Stromverlauf 

 Signifikanter Anstieg während der 
Betauungsphasen

 Stetige Erhöhung des Ruhestrompotenzials

 Signifikanter Strom ab zweitem Zyklus

Stromsprünge 

 Korrelation mit dem Betauungsverlauf

 Detektion von Kurzschlüssen durch 
Dendritenbildung

Kriterien für statistische Auswertung 

 Erstmaliges Auftreten von 
Stromsprüngen (> 10 µA)

 Maximaler Strom im Prüfzeitraum 
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Einflussfaktor Reinigung Einflussfaktor Metallisierung Einflussfaktor Potenzial 

Die relevanten Einflussgrößen konnten
ermittelt werden.

 Einflussfaktor mit höchster 
Signifikanz

 Kleine Kammabstände trotz 
Reinigung anfällig

 Keine nachweisbare 
Abhängigkeit aufgrund der 
Oberflächenmetallisierung

 Korrelation zwischen 
Abständen und erstem 
Stromsprung 

 Höhere Versorgungs-
spannungen führen zu 
früherem Ausfall

 Korrelation zwischen 
Abständen und erstem 
Stromsprung
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Themenfelder
und Inhaltsschwerpunkte.
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Vorstellung Lehrstuhl FAPS

3D-Schaltungsentwurf  für die Systemintegration

Wechselwirkungen zwischen Schablonendruck und 
Leiterplattenlayout

Einflüsse auf die Elektromigration auf elektronischen
Baugruppen

Zusammenfassung
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Zusammenfassung der Schwerpunkte
des Vortrages.

19.05.2010

 Betauung kann zu 
Fehlfunktion führen und ist 
auch vom Baugruppen-
Design abhängig

 Auch die Prozessparameter 
können sich als kritisch 
erweisen

 Somit ergibt sich ein 
Spannungsfeld aus Layout, 
Herstellung du Einsatz-
bedingungen

 Im Schablonendruck 
bestehen sehr viele Wechsel-
wirkungen mit Auswirkungen 
auf die Baugruppenqualität

 Nanobeschichtung von 
Schablonen erweitert das 
druckbare Bauelemente-
spektrum

 Anlagenspezifische Einflüsse 
müssen bei Leiterplatte-
nlayout berücksichtigt 
werden

 Räumliche Konstruktion 
bietet auf jeder 
Integrationsebene Vorteile

 Durch die Entwicklung von
MIDCAD steht ein 
umfangreiches
Software-Tool zur Verfügung

 Möglichkeit zur Erweiterung 
zu einem integrierenden 
Entwicklungswerkzeug

Das Design einer Baugruppe und deren Herstellung stehen über die gesamte
Prozesskette in enger Wechselwirkung
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